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TIM - MATERIALY TEPELNEHO ROZHRANI — EL. IZOLACNI

Tepelné vodivy., vysoce elasticky vvplinovy material na bazi silikonu / FSL-F3

Material FSL-F3 je mékka silikonova folie plnéna vysoce tepelné vodivou
keramikou s velmi dobrou tepelnou vodivosti, technickou elasticitou a vysokou
elektrickou odolnosti proti prirazu. Material FSL-F3 ma pfirozenou pfilnavost a
proto umoziuje velmi dobrou piedaplikaci ruéné nebo pomoci automatickych
umistovacich systémui. Material mize byt z jedné nebo obou stran samolepici.
Diky mékkosti a tvarnosti material dobfe vypliuje nerovnosti povrchl, ¢imz
vytvaii velmi dobry tepelny pienos rozhrani a to i pfi velmi nizkém tlaku na
povrchy. Specialni slozeni silikonového elastomeru obsahuje nizkomolekularni
siloxan ve stfednim rozsahu, ktery dava materialu vysokou spolehlivost a velmi
dobrou tepelnou vodivost 2W / m*K, podtrzenou nizkym tepelnym odporem. Pro
optimalni vybér dle potieb sestavy se material nabizi v tloustkach 0,30 az 5 mm.
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VLASTNOSTI

FSL-F3 material ma velmi dobrou tepelnou vodivost s
nizkym tepelnym odporem piechodu, ktery je potiebny
hlavné pro tloustky od 3 do 5 mm, vysokou elektrickou

izolaci a dielektrickou pevnosti. Cista,

montaz f6lie FSL-F3 s dobrou pfilnavosti na povrchy,
nehoflavosti a odolnosti proti starnuti a chemikaliim.

rychla a spolehliva

DOSTUPNOST

Dostupné tloustky materialu v mm
0,301 0,50 | 1,00 1,50 | 2,00 | 2,50 |
3,00 | 4,00 | 5,00. Rozmér standard
formatu 480 mm x 460 mm a 460
mm x 450 mm od 3,0 mm
tloustky. Vyroba specifickych

vyfezi na vyzadani dle vykrest

Typické Vlastnosti Unit FSL-F3
Material - silikonovy elastomer Mekky
Barva Svétle seda
Tloustka / Tolerance mm 0,30az 5,00/ 10%
Tepelné a elektrické

Tepelny odpor materialu 0,50 — 1,0 mm | °C/W 0,24 -0,49
Tepelna vodivost (ASTM D5470) W/m*K 2,0
Prurazné napéti na 1 mm / JIS C2110| V(AC) 10000
Dielektricka konstanta 45
Specificky vnitfni odpor Om 10x 1013
Hodnoceni hoflavosti UL 94 V-0
Pracovni teplota °C -60 °C to 180 °C
Mechanické

Tvrdost Shore 00 / ASKER C 38/15
Pevnost v tahu / prodlouzeni MPa 0,25/218 %
Hustota (25 °C) / stlacitelnost g/em? 1,7/25%
Zplynovani (LMW Siloxane) ppm 5 D3 -D10 = 650

BRLMIC

E

Meéfici metody: vSechna data bez zaruky, mohou byt zménéna v zavislosti na pouzité
metodé. Pro konkrétni data, méfici metody a dalsi informace nas kontaktujte.

Informace obsazené v tomto technickém listu, v€etné doporuceni pro pouZit

a aplikaci popsaného vyrobku, jsou zaloZeny Cisté na znalostech a zkuSenostech
vyrobce materidlu k aktudInimu datu této publikace. Informace uvedené v tomto
technickém listu nesahaji nad specifikace téchto Udajd a vysvétluji nebo popisuji
pouze typickou vykonnost vyrobku jako samostatné soucasti. Proto musi uZivatel
pfed samotnym vybérem sam zhodnotit vhodnost jeho pouZiti a odpovidajicim
zplUsobem material otestovat, zda je vhodny pro pouZiti v dané setsavé vyrobku. 0 250 500 750 1000
Z tohoto dokumentu nelze odvodit Zzadné dalsi ndroky na zadruku.

Load vs Comprassibility
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Semic Trade, s.r.o., Volutova 2521/18, 158 00 Praha 5

Telephone: +420 251 625 331, 251 625332, 251625377
GSM: +420 605 999 994 Fax:+420 251 626 252, 251 626 393

PRIKLADY POUZITI

Desky tisténych spoju, vykonova elektronika,
napéjeci, fidici jednotky a ménice, bateriové
jednotky, automobilové aplikace, svareci
technika, odchlazovani ptimo do konstrukci
véetné el. izolace, piekonavani vétsich vzduch.
mezer a nerovnosti, I¢kafska technika, a pod.

Contact Pressure vs Thermal Resistance
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